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1. Introducdo

Um microssensor ¢ um dispositivo de dimensodes
micrométricas, com uma escala inferior a 1 mm,
fabricado utilizando a tecnologia MEMS (Sistemas
Microeletromecanicos, do inglés  Micro-Electro-
Mechanical Systems). Esta tecnologia possibilita a
mensuragdo de grandezas fisicas com tempo de resposta
reduzido, assegurando valores confidveis, alta
sensibilidade e uma redugao de custos devido a producao
em massa, empregando a mesma abordagem tecnoldgica
da microeletrénica. Um exemplo ilustrativo de sua
aplicacdo abrange os microssensores de pressdo,
largamente empregados para a calibracdo de pneus, o
controle e monitoramento de processos industriais, assim
como, na instauragdo de dispositivos de seguranca e na
aferi¢do da pressdo arterial [1].

Para a fabricagdo do sensor mencionado, ¢
usualmente utilizada a corrosdo de silicio em solugdo de
KOH [2] (hidroxido de potassio). Todavia, em
substituicdo do KOH, surge a alternativa da técnica de
ablagdo por laser de alta poténcia. O uso desse
equipamento possibilita uma redugdo substancial no
tempo exigido pelo processo de corrosdo, tendo o efeito
de uma corrosao feita de maneira mais rapida e uniforme,
dependendo das necessidades especificas do processo. O
objetivo deste trabalho ¢ caracterizar a corrosdo do silicio
por laser, alcancando a profundidade de 200um para a
fabricagdo de um sensor de presséo.

2. Metodologia

Inicialmente foi elaborado um modelo de mascara
com o software AutoCAD, com a finalidade de dar as
coordenadas para o equipamento executar o processo de
ablacdo a laser (LPKF Protolaser U3). Este procedimento
¢ realizado por meio de repetigoes de 3,2W, que
representam o total de vezes que o laser incide nos eixos
X e Y em um quadrado com dimensdes de 5x5 mm,
utilizado em uma lamina de Si (100, tipo P).

Apbs a corrosdo, a amostra foi imersa em uma
solucdo de hidréxido de potassio KOH (85%, 80°C, 15
min.), com o objetivo de eliminar a estrutura colunar que
surge como resultado do processo de corrosdo a laser.

Na sequéncia do processo de corrosdo, foram feitas
medidas em um micrometro de mesa para avaliar a
espessura da ldmina e a profundidade atingida.

3. Resultados
Os resultados obtidos apos cada repeti¢do constam da
Tabela I, nota-se o aumento da profundidade com as
repeti¢des sendo atingidas profundidades de 18 1pm, apds
7 min, seguidas de 15 min em KOH para suavizar as
colunas geradas, Figura 1. A espessura obtida pelo tempo
de corrosdo ¢ indicada na Figura 2.
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Flgura 1 Imagem da amostra, (a) apos laser e (b) apés KOH.
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Figura 2: Espessura da lamina de Si pelo tempo de corrosio e lamina
finalizada com todas as repeti¢des.

Tabela I:valores obtidos apo6s cada repetigdo, tempo de
repeti¢do e espessura de cada membrana.

- . profundidade de
repetigdes | tempo (min) [ espessura (Lm) corrosio (um)

0 00:00 400 0

1 01:08 380 20

2 01:59 357 43

3 02:49 342 58

4 03:40 315 85

5 04:32 278 122

6 05:22 257 143

7 06:13 231 169

8 07:03 219 181

4. Conclusées
Por meio deste estudo, foi possivel estabelecer que a
corrosdo a laser acelera o processo de corrosao se
comparado apenas com a corrosao por KOH, enquanto o
KOH consegue corroer lum/min. o processo a laser
consegue aproximadamente 27,7um/min.
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